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Японская корпорация DISCO – ведущий в  мире разработчик и  производитель 
оборудования для утонения и  разделения пластин на  кристаллы. Европейское 
подразделение корпорации расположено недалеко от  Мюнхена (Германия), в  местечке 
Кирххайм. Помимо организации поставок оборудования, а  также оказания технической 
и  сервисной поддержки, DISCO HI-TEC EUROPE располагает собственным опытным 
производством, которое обслуживает около 500 постоянных заказчиков со всего мира. 
Благодаря любезному содействию российских представителей DISCO – компании "Икар-
Импульс" – мы посетили расположенное в Кирххайме производство и ознакомились с его 
работой.
DISCO Corporation (Japan) is the world's leading developer and manufacturer of equipment 
for wafer grinding and dicing. The European division of the corporation is located near 
Munich (Germany), in the town of Kirchheim. In addition to the supply of equipment, as well 
as technical and service support, DISCO HI-TEC EUROPE has its own experienced production, 
which serves about 500 customers from around the world. Thanks to the kind assistance of 
Russian representatives of DISCO – the Ikar-Impulse – we visited the production facility in 
Kirchheim and got acquainted with its work.

Региональное представительство крупного 
производителя оборудования, как правило, 
располагает демонстрационным центром, 

где выставлены образцы оборудования. Именно 
с  такого центра начиналась история произ-
водства в Кирххайме. Вначале потенциальные 
заказчики приходили посмотреть на образцы 
машин, а потом стали обращаться с тестовыми 
заданиями, чтобы проверить возможности обо-
рудования и  технологий. Затем стали появ-
ляться коммерческие заказы, и  DISCO HI-TEC 
EUROPE (DHE) построила первое чистое помеще-
ние размером 32 м2. В настоящее время площадь 
чистой комнаты составляет 450 м2, предприя-
тие работает в две смены семь дней в неделю, 
обрабатывая ежемесячно около 10  тыс. пла-
стин. Более того, в Кирххайме в середине теку-
щего года будет запущено новое чистое помеще-
ние площадью 900 м2. Производство, на котором 
используются новейшие решения DISCO, можно 
условно разделить на следующие части: утоне-
ние пластин, включая шлифовку и полировку; 
механическое и лазерное разделение пластин 
на кристаллы. Чистая комната также оснащена 
оборудованием для инспекции пластин после 
утонения и резки.

Утонение пластин: шлифовка, сухая 
и ХМП-полировка
DISCO выпускает несколько серий оборудова-
ния для механического утонения пластин. 
В  Кирххайме они представлены установками  
для шлифовки и полировки DAG810, DFG8540, 
DGP8761, DFP8140 и DTG8440.

DAG810 – универса льна я автоматическа я 
одношпиндельная шлифовальная машина. Эта 
компактная модель, занимающая всего около 
1 м2 производственной площади, позволяет уто-
нять пластины диаметром до  200  мм. С высо-
ким качеством могут обрабатываться кремний, 
сложные полупроводниковые соединения, сап-
фир, танталат лития, ниобат лития, керамика, 
полимеры и другие материалы.

Автоматическая двухшпиндельная шлифо-
вальная машина DFG8540 предназначена для 
высокопроизводительной обработки пластин 
диаметром до 200 мм. Установка обеспечивает 
возможность утонения (до 20  мкм) и  одновре-
менного разделения пластин на  кристаллы 
(Dicing Before Grinding, DBG), а  так же может 
интегрироватьс я с  системами плазменной 
обработки и  полировки для снятия напряже-
ний в утоненных кристаллах.
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The reg ion a l  represent a-
t ion of  a  m ajor  e qu ip -
ment manufacturer, as a 

rule, has a demonstration cen-
ter where samples of equipment 
are presented. The history of 
the development of production 
in Kirchheim began precisely 
with such a center. Initially, 
potential customers came to get 
acquainted with the machines, 
and then began to bring test 
orders to check the capabilities 
of equipment and technology. 
Then commercial orders began 
to arrive, and DISCO HI-TEC 
EUROPE (DHE) built the first 
clean room of 32  m 2. At pres-
ent, the area of the clean room is 
450 m2, the enterprise operates 
two shifts seven days a week, 
processing about 10 thousand 
wafers a month. Moreover, in 

Kirchheim in the middle of this 
year a new clean room with the 
area of 900 m2 will be launched. 
The production using the latest 
DISCO solutions can be divided 
into the following parts: wafer 
t h i n n i ng, i nc lud i ng g r i nd-
ing and polishing; blade and 
laser dicing. Clean room is also 
equipped with machines for 
inspection of wafers after thin-
ning and dicing.

Wafer thinning: grinding, 
dry and wet polishing
DISCO produces several series of 
equipment for wafer backgrind-
ing and polishing. In Kirchheim 
they are represented by the 
DAG 810, DFG 85 40, DGP 8761, 
DFP8140 and DTG8440.

The DAG810 is a universal auto-
matic single spindle grinder. This 

compact model, occupying only 
about 1 m2 of production space, 
allows grinding wafers with a 
size of up to 200 mm. Silicon, 
compound semiconductors, sap-
phire, lithium tantalate, lithium 
niobate, ceramics, polymers and 
other materials can be processed 
with high quality.

The automatic two-spindle 
grinding machine DFG8540 is 
designed for high-performance 
processing of 200 mm wafers. 
The system provides the pos-
sibility of thinning (down to 
20 μm) and simultaneous dicing 
(Dicing Before Grinding, DBG), 
and can also be integrated with 
plasma processing and polish-
ing equipment to relieve stresses 
in thinned chips.

The three-spindle high-per-
formance automatic machine 
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Трехшпиндельная высокопроизводительная авто-
матическая машина DGP8761 позволяет выполнять 
как шлифовку, так и полировку пластин. Толщина 
подложек после утонения может достигать 25 мкм. 
В Кирххайме DGP8761 интегрирована с системой 
автоматического монтажа пластин DFM2800.

DFP8140 – автоматическая система для поли-
ровки пластин. В  процессе обработки миними-
зируется шероховатость поверхности, устра
няются механические напряжения и дефекты, 
в озн и к ш ие на  с т а д и и ш л иф ов а н и я. Д л я 
полировки не используются химикаты, что 

121121121Report from production

Автоматическая двухшпиндельная шлифовальная маши-
на DFG8540
DFG8540 fully automatic dual-spindle grinder

Опытное производство в  Кирххайме позволяет прове-
рить возможности оборудования и технологий DISCO
Production in Kirchheim allows to examine capabilities of DISCO’s 
equipment and technologies
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улучшает экологические характеристики всего 
производства.

Отдельно следует остановиться на  компак-
тной полуавтоматической системе планариза-
ции DAS8920, предназначенной для высокоточ-
ной обработки мягких материалов (металлов 
и полимеров), а также для специальных задач, 
например выравнивания высоты бампов. Также 
эта машина может применяться для планариза-
ции несущей пленки при работе с пластинами, 
на которых сформированы бампы.

В  Кирххайме на  практике успешно исполь
зуютс я технологическ ие инновации DISCO 
в  области утонения. В  их числе – упомянутая 
выше технология DBG, при которой вначале 
выполняются надрезы по линиям разделения 
кристаллов, а само разделение осуществляется 
в процессе механической обработки обратной 
стороны пластины. DBG позволяет минимизи-
ровать повреждения при транспортировке уто-
ненных пластин, исключает сколы при раз-
делении кристаллов и  обеспечивает высокую 

прочность чипов. Наибольший эффект дости-
гается в случае малой толщины (до 20–30 мкм) 
и большого размера (300 мм) пластин.

Еще одна востребованная инновация – техно-
логия TAIKO, повышающая надежность работы 
с  ультратонкими пластинами. В  результате 
использования специального алгоритма утоне-
ния край пластины имеет большую толщину, 
чем ее остальная площадь. Такое "ребро жест-
кости" шириной около 3  мм повышает про-
чность пластины и  снижает вероятность ее 
механического повреж дения при обработке 
и транспортировке.

Механическое разделение пластин
Для механической резки пластин в Кирххайме 
примен яютс я ус та новк и DFD63 41, DFD6361 
и DFD6560.

А втомат ичес к а я компа к т на я дву хшпин-
дельная система DFD6341 со скоростью резки 
до 1 000 мм/с предназначена для пластин диа-
мет ром до  200  мм. Опциона льна я система 

Инженер Евгений Ойрих демонстрирует обработанную 
пластину
Engineer Eugen Eurich demonstrates processed wafer

Автоматическая одношпиндельная шлифовальная маши-
на DAG810 и автоматическая двухшпиндельная система 
резки пластин DFD6341
DAG810 automatic single spindle grinder and DFD6341 auto-
matic wafer dual-spindle dicing saw

Репортаж с производства
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D GP 8 761  a l lows to  p er for m 
both grinding and polishing 
of the wa fers. Thick ness of 
substrates after thinning can 
reach 25 μm. In Kirchheim, the 
DGP8761 is integrated with the 
DFM2800 fully automatic wafer 
mounter.

The DFP8140 is an automatic 
wafer polisher. During process-
ing, surface roughness is min-
imized, mechanical stresses 
and defects appearing at the 
grinding stage are eliminated. 
Chemicals are not used for dry 
polishing, which improves the 
environmental characteristics 
of the entire production.

The compact automatic pla-
n a r i z at ion system DA S 8 920 
intended for high-precision pro-
cessing of soft materials (met-
als and polymers), as well as for 
special tasks, for example, for 
leveling bump height, should 
be specially highlighted. This 
machine can also be used for 
carrier film planarization when 
working with wafers on which 
bumps are formed.

In Kirchheim, the technologi-
cal innovations of DISCO in the 
field of thinning are successfully 
used in practice. These include 
the DBG technology mentioned 
above, in which half-cuts are 

made first along the chips sepa-
ration lines, and the separation 
itself is performed during back-
side grinding. DBG minimizes 
damage during transportation 
of the thinned wafers, elimi-
nates backside chipping when 
separating the chips and ensures 
high strength of the chips. The 
greatest effect is achieved in 
the case of low thickness (down 
to 20–30  μm) and large size 
(300 mm) wafers.

A not her  d em a nd e d i n no -
vation is TA I KO technology, 
which increases the reliability 
of work with ultra-thin wafers. 
As a result of using a special 

с   ксеноновой им пуль с ной ла м пой и  П ЗС-
матрицей обеспечивает высокоскоростное сов-
мещение без необходимости остановки стола.

DFD6361 – автоматическая двухшпиндель-
ная система для пластин диаметром до 300 мм. 
М а кс има льна я с кор о с т ь р езк и со с та в л яе т 
600 мм/с. Конструкция с расположенными друг 
напротив друга шпинделями и автоматическая 
система бесконтактного контроля и компенса-
ции износа дисков способствуют повышению 
производительности.

А втоматическ а я дву хшпин дельна я ус та-
новка DFD6560 также предназначена для обра-
ботки пластин диаметром до  300  мм. Ее кон-
струкция характеризуется легкостью доступа ко 
всем узлам с фронтальной стороны, что позво-
лило уменьшить размер зоны, необходимой для 
обслуживания оборудования. При установке 
нескольких таких машин экономия производ-
ственной площади может достигать 20% по срав-
нению с моделью DFD6362.

В  Кирххайме выполняется механическа я 
резка пластин большого диапазона толщин, 
вплоть до ультратонких, из широчайшего спек-
тра материалов.

Лазерное разделение пластин
Участок лазерной резки оснащен установками 
DFL7160 и DFL7341.

DFL 7 160 –  а втомат и че с к а я абл я ц ионна я 
система для пластин диаметром до 300 мм. При 
использовании лазерной абляции материал 

уда ляется мощным лазерным излу чением. 
Отсутствие механической нагрузки на  пла-
с т и н у ис к л ючае т де ф е к т ы, с в ойс т в е н н ые 

Автоматическая лазерная абляционная система DFL7160
DFL7160 fully automatic laser ablation system

Report from production
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thinning algorithm, the edge 
of the wafer has a greater thick-
ness than its remaining area. 
This "stiffener" of about 3  mm 
in width increases the strength 
of the wafer and reduces the 
l ikelihood of its mechanical 
damage during processing and 
transportation.

Mechanical wafer dicing
For the mechanical wafer dic-
ing the DFD6341, DFD6361 and 
DFD6560 are used in Kirchheim.

The fu l ly automat ic com-
p a c t  t w o - s p i n d l e  s y s t e m 
DFD6341 with dicing speed up 
to 1,000  mm/s is designed for 

200  mm wafers. Optional sys-
tem with xenon flash lamp and 
CCD shutter provides high-speed 
alignment without the need to 
stop the chuck table.

The DFD6361 is a fully auto-
matic two-spindle system for 
300 mm wafers. The maximum 
dicing speed is 600  mm/s. The 
facing dual spindle layout and 
a condition monitoring system 
with wear compensation of the 
blades contribute to increased 
productivity.

The fully automatic two-spin-
dle DFD6560 machine is also 
designed for processing wafers 
with a size of up to 300 mm. Its 

design is characterized by the 
reduced footprint, and all main-
tenance can be performed from 
the front of the equipment. 
With installation of several such 
machines, you can achieve a 20% 
savings in production area com-
pared to the DFD6362.

In Kirchheim, mechanical 
dicing of wafers of a large range 
of thicknesses (up to ultrathin) 
made of the widest range of 
materials, is performed.

Laser wafer dicing
The laser dicing area is equipped 
with the DFL7160 and DFL7341 
systems.

механической резке. Абляционные системы 
мог у т п ри ме н я т ь с я п ри р а б о т е со  с лож-
ными материа лами и  в некоторых случа ях 

позволяют уменьшить ширину дорожек между 
кристаллами до  10  мкм, повысив эффектив-
нос т ь ис пользова ни я п лощ а д и п лас т ины. 
DFL7160 совместима с технологией DBG и может 
примен ять с я д л я резк и широкого спек т ра 
материалов, включая сапфир, арсенид галлия, 
low-k-диэлектрики.

Автоматическая лазерная система DFL7341 
для пластин диаметром до  200  мм реализует 
технологию Stealth, при которой в толще мате-
риала формируется хрупкий модифицирован-
ный слой. Главным достоинством этой техно-
логии является чистота, так как не выделяются 
продукты абляции или механического разруше-
ния и нет необходимости в их удалении. Кроме 
того, возможно уменьшение ширины дорожек 
между кристаллами. DFL7341 ориентирована, 
в первую очередь, на производство МЭМС и раз-
деление кристаллов на  сапфире. Так же, дан-
ная установка широко применяется для резки 
опытных пластин разработчиков с изделиями 
разных размеров (Multichip wafers), поскольку 
лазерный луч мож но мгновенно отк лючать 
и включать, не повреждая годные чипы.

***
Организованное DISCO HI-TEC EUROPE произ-

водство показывает эффективность достаточно 
очевидной идеи, когда демонстрационный 
центр является базой не только для презентации 
оборудования и технологий, но и организации 
нового прибыльного направления бизнеса.	 ■

Производство работает в две смены семь дней в неделю, 
обрабатывая ежемесячно около 10 тыс. пластин
Production operates in two shifts seven days a week, processing 
monthly about 10 thousand wafers

Репортаж с производства
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The DFL7160 is an automatic 
ablation system for 300  mm 
wafers. When using laser abla-
tion, the material is removed 
by powerful laser radiation. The 
absence of mechanical load on 
the wafer eliminates the defects 
inherent in mechanical dicing. 
Laser ablation can be used when 
working with complex materi-
als and in some cases can reduce 
the width of the streets between 
the chips to 10  μm, increas-
ing the efficiency of using the 
wafer area. DFL7160 is compat-
ible with DBG technology and 
can be used for cutting a wide 
range of materials, including 

sapphire, ga l l ium arsenide, 
low-k dielectrics.

The autom at ic  l a s e r  s ys-
tem DFL7341 for 200 mm wafers 
implements Stealth technology, 
in which a brittle modified layer 
is formed in the material. The 
main advantage of this technol-
ogy is purity, since there are no 
products of ablation or mechan-
ical destruction, and there is no 
need to remove them. In addi-
tion, it is possible to reduce the 
width of the streets between 
the chips. DFL7341 is designed, 
first of all, for the production 
of MEMS and the separation of 
chips on sapphire. Also, this 

device is widely used for cutting 
test wafers with chips of dif-
ferent sizes (Multichip wafers), 
since the laser beam can be 
instantly turned off and turned 
on without damaging the suit-
able chips.

***
The produc t ion orga n i z ed 

by DISCO HI-TEC EUROPE dem-
onstrates the effectiveness of 
a fairly obvious idea when the 
demonstration center is the base 
not only for the presentation of 
equipment and technologies, 
but also for the organization of a 
new profitable business area.	 ■

Участникам будут предложены доклады по следующим темам:
•	 технологические особенности реализации переходных отвер-

стий 3D TSV, Fan in/Fan out WLP CSP;
•	 изготовление подложек из SiC (KABRA) и сапфира, а также их 

последующая обработка (приборные технологии);
•	 достижения и тенденции в области лазерных технологий раз-

деления подложек из различных материалов;
•	 утонение, разделение, плазмохимическое травление подложек 

из сложных соединений (GaAs, InP и т.д.) в технологии прибо-
ров на их основе;

•	 новые возможности для утонения и разделения пластин с бам-
пами большой высоты (CONDOx);

•	 технологии удаления жертвенных слоев (SiO2, Si) и MVD 
(molecular vapor deposition) как универсальное защитное 
покрытие в технологиях 3D-интеграции и MEMS;

•	 новые методы и материалы для фиксации чипов и пластин 
(Wafer level die attach and encapsulation);

•	 базовые технологические решения для 3D TSV и FO WLP на 
основе низкотемпературных процессов осаждения диэлектри-
ков, травления, металлизации (PECVD, DRIE, PVD).

Report from production


